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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【公開番号】特開2019-85631(P2019-85631A)
【公開日】令和1年6月6日(2019.6.6)
【年通号数】公開・登録公報2019-021
【出願番号】特願2017-216616(P2017-216616)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  18/50     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  18/31     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/52     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  18/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   18/50     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   18/31     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/52     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   21/52     　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ   18/42     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月14日(2020.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の金属層を有する第１の部材と、第２の金属層を有する第２の部材とを、すずを含
む半田材料を用いて接続する電子部品の製造方法にあって、
　前記第１の金属層上に、ニッケル（Ｎｉ）めっき又はニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっ
きにより第１めっき層を形成し、
　前記第１めっき層上に、ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきにより第２めっ
き層を形成し、
　前記第２めっき層と、前記第２の金属層との間に、前記半田材料を配置し、
　前記半田材料を溶融させ、前記第１めっき層側に（Ｃｕ，Ｎｉ）6 Ｓｎ5 を含む合金層
を有する接合部分を形成することを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項２】
　第１の金属層を有する第１の部材と、第２の金属層を有する第２の部材とを、すずを含
む半田材料を用いて接続する電子部品の製造方法にあって、
　前記第１の金属層上に、ニッケル（Ｎｉ）めっき又はニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっ
きにより第１めっき層を形成し、
　前記第１めっき層上に、ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきにより第２めっ
き層を形成し、
　前記第２めっき層上に、金（Ａｕ）めっきにより第３めっき層を形成し、
　前記第３めっき層と、前記第２の金属層との間に、前記半田材料を配置し、
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　前記半田材料を溶融させ、前記第１めっき層側に（Ｃｕ，Ｎｉ）6 Ｓｎ5 を含む合金層
を有する接合部分を形成し、
　前記第２めっき層は、厚みが０．０３μｍ以上１０μｍ以下であり、
　前記第２めっき層中の銅の含有量は、１質量％以上９８質量％以下であることを特徴と
する電子部品の製造方法。
【請求項３】
　前記ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきは、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸からな
る群から選択される無機酸の銅塩及び該無機酸のニッケル塩を含むニッケル－銅－リン（
Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっき液を用いて行い、
　前記銅塩及びニッケル塩の含有量、ｐＨ、浴温を調整して、前記第２めっき層中の銅の
含有量を制御することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の電子部品の製造方法。
【請求項４】
　前記ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっきは、無電解ニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっき
であり、
　前記ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきは、無電解ニッケル－銅－リン（Ｎ
ｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきであることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の電子部品の製
造方法。
【請求項５】
　前記電子部品は、半導体素子と放熱板を具備し、
　前記半導体素子と前記放熱板間に、前記第１めっき層が形成され、
　２００℃で５０時間放置した後に、前記第１めっき層の厚みの減少率が０％以上５０％
以下であることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の電子部品の製造方法。
【請求項６】
　電極を有する部材と、配線を有する基板とを具備し、
　ニッケル（Ｎｉ）めっき又はニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっきにより、前記配線上に
形成された第１めっき層と、
　ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきにより、前記第１めっき層上に形成され
た第２めっき層と、
　前記電極と前記第２めっき層間に、すずを含む半田層が形成され、
　前記半田層の前記第２めっき層側に、（Ｃｕ，Ｎｉ）6 Ｓｎ5 を含む合金層が形成され
ていることを特徴とする電子部品。
【請求項７】
　放熱部材と、配線を有する基板とを具備し、
　ニッケル（Ｎｉ）めっき又はニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっきにより、前記放熱部材
に形成された第１めっき層と、
　ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきにより、前記第１めっき層上に形成され
た第２めっき層と、
　ニッケル（Ｎｉ）めっき又はニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）めっきにより、前記配線上に
形成された第３めっき層と、
　ニッケル－銅－リン（Ｎｉ－Ｃｕ－Ｐ）めっきにより、前記第３めっき層上に形成され
た第４めっき層と、
　前記第２めっき層と前記第４めっき層間に、すずを含む半田層が形成され、
　前記半田層の前記第２めっき層側に、（Ｃｕ，Ｎｉ）6 Ｓｎ5 を含む第１の合金層が形
成され、
　前記半田層の前記第４めっき層側に、（Ｃｕ，Ｎｉ）6 Ｓｎ5 を含む第２の合金層が形
成されていることを特徴とする電子部品。
【請求項８】
　半導体素子と、ケースとを更に具備し、
　前記半導体素子と、前記基板は、前記ケースに収容され、
　前記ケースの内部に、絶縁樹脂が充填されていることを特徴とする請求項６又は請求項
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７記載の電子部品。
【請求項９】
　電極を有する半導体素子と、ケースとを更に具備し、
　前記半導体素子と、前記基板は、前記ケースに収容され、
　前記ケースの内部に、絶縁樹脂が充填され、
　前記ケースの内側に突出した段部が設けられており、前記段部に端子が設けられ、
　前記端子と前記電極間が、ワイヤにより接続されていることを特徴とする請求項６又は
請求項７記載の電子部品。
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